
COMPOSANT ELECTRONIQUE AYANT UN ELEMENT RESONATEUR
DANS UN BOITIER H RMETIQUEMENT FERME La presente
invention concerne un composant electronique ayant un
element resonateur dans un botier hermetiquement
ferme. Ledit botier comprend une partie principale
avec une base et au moins une paroi laterale de forme
annulaire, et un couvercle fixe sur Ia partie
principale. Au moins une portion du couvercle est 5
transparente a une longueur d'onde determinee d'un
faisceau de lumiere pour permettre un reglage optique
de I'element resonateur. L'invention concerne
egalement un procede de fabrication d'un composant
electronique. Le procede comprend des etapes
consistant a realiser Ia partie principale du botier
par un empilement et une fixation de feuilles en
materiau dur, tel qu'en ceramique, et a monter un
element resonateur dans un logement du botier avant de
fermer Ie botier a I'aide du couvercle. Ces feuilles
sont ouvragees pour definir une base et au moins une
paroi laterale. L'element resonateur peut etre par
exemple un resonateur piezo-electrique, tel qu'un
resonateur a quartz destine a etre relie a un circuit
oscillateur. La plupart des resonateurs a quartz de
petites dimensions, qui sont utilises par exemple dans
les montres electroniques ou electromecaniques, sont
des resonateurs a diapason en quartz. Ces resonateurs
a quartz sont habituellement enfermes sous vide dans
des botiers, dans Ie cas de Ia generation de signaux
basse frequence fournis par Ie circuit oscillateur, ou
sous atmosphere de gaz inerte. 20 Generalement, de
tels resonateurs sont montes dans des botiers par
exemple en ceramique qui sont relativement plats. Ces
botiers comprennent generalement une partie principale
de forme parallelepipedique a I'interieur de laquelle
est monte Ie resonateur, et un couvercle rectangulaire
fixe sur Ia partie principale. Si Ie resonateur est
enferme sous vide dans Ie botier, Ie reglage dudit
resonateur peut etre realise 25 optiquement a travers
Ie couvercle transparent. On peut citer a ce titre Ie
document JP 54-35870 U qui decrit un composant
electronique avec un element resonateur qui est
dispose dans un premier logement d'une partie
principale d'un botier. Ce premier logement est ferme
hermetiquement par un couvercle transparent fixe a
I'aide d'une preforme sur un bord annulaire du 30
premier logement de Ia partie principale. Un circuit
integre oscillateur est dispose dans un second
logement de Ia partie principale du botier qui est
separe du premier logement par une base. Le second
logement est ferme par un couvercle opaque fixe 



sur un bord annulaire du second logement de Ia partie
principale. Le circuit integre estrelie electriquement
a I'element resonateur a travers Ia base e Ia partie
principale du boTtier. Un inconvenient d'un tel
composant electronique decrit dans Ie document JP
54-35870 U est que, lors de chocs lateraux au niveau
de chaque couvercle, des fissures du couvercle ou du
materiau fixant Ie couvercle sur Ia partie principale
peuvent survenir, induisant ainsi une perte
d'etancheite. Ces chocs lateraux peuvent intervenir
lors de diverses manipulations, notamment lors des
operations de montage dudit composant electronique
dans un appareil electronique ou sur une plaque de
circuit imprime. Comme habituellement I'element
resonateur doit rester enferme sous vide dans son
botier ou dans une atmosphere de gaz inerte, Ie
reglage de I'element resonateur pour Ia generation de
signaux a frequence determinee du circuit oscillateur
peut etre fausse. Le resonateur peut meme cesser
d'osciller. Pour minimiser ces problemes, i est
necessaire de meuler les coins et les faces laterales
des couvercles par des procedes speciaux. Bien
entendu, ceci augmente sensiblement Ie cout de tels
couvercles. Un autre inconvenient du composant
electronique du document JP 54-35870 U est purement
lie au procede de fermeture. En effet, Ia technique
communement employee pour Ie fermeture du botier est
d'empiler les differents elements dans une cavite
d'une plaque metallique, a savoir Ia preforme sur Ia
partie principale du botier, et Ie couvercle sur Ia
preforme. Ainsi, les trois elements sont positionnes
precisement. Pour ce faire, Ia tolerance mecanique de
cette cavite doit etre ties grande de facon a bien
positionner les trois elements. L'invention a done
pour but principal de pallier les inconvenients de
I'art anterieur en fournissant un composant
electronique ayant un element resonateur enferme
hermetiquement dans un botier dont Ie couvercle est
protege des chocs lateraux. De plus, Ie temps et les
couts de fabrication d'un tel composant electronique
avec un couvercle du botier protege peuvent etre
minimises. A cet effet, l'invention conceme un
composant electronique cite ci-devant qui se
caracterise en ce que Ie couvercle est fixe sur un
rebord de Ia paroi laterale de Ia partie principale
qui est realisee en materiau dur, tel qu'en ceramique,
de maniere qu'une partie du rebord entoure au moins
partiellement Ia surface laterale du couvercle pour
assurer une protection du composant electronique
contre des chocs lateraux. Un avantage du composant
electronique selon l'invention est qu'avec un tel 



rebord dont une partie entoure partiellement Ia
surface laterale du couvercle pour Ie proteger des
chocs lateraux, Ie composant electronique peut etre
manipule sans risque. De preference, une partie du
rebord entoure integralement Ia surface lateraleu
couvercle. Ceci permet e maintenir I'element
resonateur enferme hermetiquement dans son logement
par Ie couvercle dans une atmosphere de gaz inerte ou
preferentiellement sous vide. De meme, Ie
positionnement du couvercle par rapport a Ia partie
principale du botier ne depend plus de Ia tolerance
mecanique de cavites utilisees dans Ie procede de
fermeture du boTtier. Ceci reduit ainsi les risques
d'un mauvais alignement du couvercle sur Ie rebord. La
hauteur de Ia partie du rebord qui entoure Ia surface
laterale du couvercle est preferentiellement egale ou
plus grande que Pepaisseur du couvercle fixe sur un
epaulement du rebord, pour qu'aucune arete du
couvercle ne soit en saillie de Ia face superieure du
rebord. Il peut etre egalement laisse un espace entre
cette partie du rebord et Ia surface laterale du
couvercle pour assurer une meilleure protection. De
cette facon, les chocs lateraux survenant contre Ie
rebord ne se propagent pas directement contre Ie
couvercle. Ainsi, i peut etre utilise un couvercle
transparent par exemple en verre, qui est obtenu
simplement par rayage et cassage d'une plaque de verre
traditionnelle. Ceci reduit les couts de fabrication
d'un tel composant electronique, car il n'est plus
necessaire de travailler specialement les bords et les
angles du couvercle realise en verre ou en un autre
materiau qui peut etre friable ou cassable. Pour Ia
fixation du couvercle sur Ie rebord, une premiere
couche annulaire de dorure est tout d'abord deposee
sur Ie rebord, ainsi qu'une seconde couche annulaire
de dorure deposee en peripherie d'une face interieure
du couvercle. Une preforme en alliage metallique est
disposee entre les deux couches annulaires de dorure
pour fixer Ie couvercle par soudure en chauffant et
pressant Ie couvercle contre Ie rebord. L'alliage
metallique de Ia preforme utilisee peut etre compose
d'etain et d'or. Dans Ie cas o I'element resonateur
doit etre enferme sous vide, il peut etre evapore dans
Ie logement de I'element resonateur un materiau du
type getter, tel qu'une couche de titane ou de chrome.
Apres avoir hermetiquement ferme Ie logement de
I'element resonateur, Ia couche de chrome ou de titane
peut etre activee notamment chauffee par un faisceau
laser pour ainsi servir de pompe a vide. A cet effet,
Pinvention concerne egalement un procede de
fabrication du composant cite ci-devant, qui se
caracterise en ce que Ie procede comprend une seconde
serie d'etapes consistant a poser Ie couvercle sur Ie
rebord de Ia partie 



principale, dont une partie entoure Ia surface
laterale du couvercle, ledit couvercle etant
positionne sur Ie rebord par Ia partie du rebord
entourant Ia surface laterale du couvercle, et a fixer
Ie couvercle sur Ie rebord en chauffant des couches
metalliques disposees sur Ie rebord et Ie
couvercle.Les buts, avantages et caracteristiques u
composant electronique ayant un element resonateur,
ainsi que son procede de fabrication, apparatront
mieux dans Ia description suivante d'au moins une
forme d'execution non limitative de I'invention en
liaison avec les dessins dans lesquels : La figure 1
represente une vue de dessus du composant electronique
selon I'invention, et Ia figure 2 represente une vue
en coupe selon A-A de Ia figure 1 du composant
electronique selon I'invention. Dans Ia description
suivante, toutes les parties du composant electronique
qui sont bien connues d'un homme du metier dans ce
domaine technique, ne seront pas expliquees en detail.
Le composant electronique 1 est represente de maniere
simplifiee aux figures 1 et 2. Il comprend un element
resonateur 5 monte dans un premier logement 8 d'un
botier de forme parallelepipedique. Le botier comprend
une partie principale 2 avec une paroi laterale de
forme annulaire 3 et une base 20, et un couvercle 4
fixe sur un epaulement d'un rebord 7 de Ia paroi
laterale 3 pour fermer hermetiquement sous vide Ie
logement 8 de Ia partie principale. Ce botier peut
etre par exemple de 5 mm de long, 3,2 mm de large et
1,08 mm de haut. Il est a noter que Ie rebord 7
definit une partie superieure de Ia paroi laterale 3
avec un epaulement sur lequel est fixe Ie couvercle 4.
La paroi laterale 3, ainsi que Ia base 20 de Ia partie
principale 2 du botier sont de preference realisees en
ceramique selon une technique traditionnelle. Pour ce
faire, plusieurs feuilles de ceramique sont
normalement ouvragees, empilees et fixees les unes sur
les autres pour realiser Ia base 20 et Ia paroi
laterale 3 en dessus et en dessous de Ia base. Une
partie du rebord 7 entoure integralement Ie couvercle
de forme rectangulaire de maniere a Ie proteger de
tous les chocs lateraux survenant sur Ie composant
electronique. La hauteur de Ia partie du rebord 7, qui
entoure Ie couvercle 4, est superieure ou egale a
I'epaisseur du couvercle une fois fixe sur ledit
rebord. De cette fagon, aucune arete du couvercle
n'est en saillie en dehors du botier. Grace a ce
rebord 7 de Ia partie principale 2, Ie composant
electronique peut 



etre manipule sans aucun risque. Un espace 22 separe
Ia surface laterale du couvercle 4 de Ia partie du
rebord 7 qui I'entoure. L'espace peut etre de
dimension inferieure a I'epaisseur du couvercle. Cet
espace 22 permet d'eviter de propager directement au
couvercle des chocs lateraux pouvant survenir contre
ledit rebord, qui sont susceptibles d'endommager Ie
couvercle.Le couvercle 4 de forme rectangulaire peut
etre avantageusement un couvercle en verre, qui est
obtenu simplement par rayage et cassage d'une plaque
de verre traditionnelle. Comme Ie couvercle est
protege par une partie du rebord 7, i n'est plus
necessaire de travailler specialement les bords et les
angles du couvercle, ce qui reduit les couts de
fabrication d'un tel composant electronique. Pour Ia
fixation du couvercle 4 sur Ie rebord 7, une premiere
couche annulaire de dorure 10 est deposee par
evaporation, ou par une autre methode, sur Ie cote
interieur du rebord 7, notamment sur I'epaulement, et
une seconde couche annulaire de dorure est deposee par
evaporation, ou par une autre methode, a Ia peripherie
d'une face interieure du couvercle 4. Cette seconde
couche annulaire n'est pas representee a Ia figure 1
de maniere a ne pas surcharger Ie dessin. Une preforme
annulaire 9 en alliage metallique est disposee entre
les deux couches annulaires de dorure et afin de
pouvoir souder Ie couvercle 4 sur I'epaulement du
rebord 7 en chauffant sous vide et pressant Ie
couvercle 4 contre Ie rebord 7. Cette preforme est par
exemple en alliage eutectique d'or et d'etain afin
d'avoir une temperature de fusion superieure a Ia
temperature utilisee dans les precedes de montage
subsequent du composant electronique . L'element
resonateur 5, enferme sous vide dans Ie logement 8 de
Ia partie principale 2, est de preference un
resonateur piezo-electrique, qui comprend un diapason
en quartz. Ce diapason en quartz classique est
constitue de deux branches paralleles 5a et 5b pour
vibrer en mode de flexion, qui sont maintenues a leur
base par un pont 5c. Des couches de metallisation sont
deposees sur chaque branche 5a et 5b et sur Ie pont 5c
pour constituer deux groupes d'electrodes 6a et 6b
afin de les soumettre a des champs electriques
susceptibles de faire vibrer lesdites branches 5a et
5b. Le pont 5c est fixe dans un coin du logement 8 sur
deux plots venant de matiere avec Ia base 20 et Ia
paroi laterale pour laisser un espace aux branches 5a
et 5b pour vibrer dans Ie logement 8 entre Ia base 20
et Ie couvercle 4. Pour plus de details sur Ia
realisation ou Ie fonctionnement d'un tel resonateur,
Ie lecteur se reportera a I'enseignement tire des
demandes de brevet europeen EP 1 111 770 1 et E 303
042 A1. 



L'ajustage ou Ie reglage du resonateur a quartz est
realise classiquement sur Ie produit fini,
c'est-a-dire quand Ie couvercle ferme hermetiquement
sous vide Ie logement 8 du botier. Pour ce reglage, Ie
couvercle 4 comprend au moins une portion transparente
a une longueur d'onde determinee d'un faisceau de
lumiere, tel qu'un faisceau laser. Ce couvercle peut
etre de preference realise en verre comme decrit
cidevant, ou egalement en silicium qui est transparent
aux longueurs d'ondessuperieures a 1,3 m . Le faisceau
laser utilise dans ce cas doit done etre d'une
longueur d'onde egale ou superieure a ,3 mm. Dans
cette forme d'execution presentee aux figures 1 et 2,
Ie composant electronique 1 comprend encore un second
logement dans Ia partie principale 2, qui est delimite
par Ia paroi laterale 3 et Ia base 20. Ce second
logement est dispose sur une face opposee de Ia base
par rapport au logement 8 de I'element resonateur 5.
Un circuit integre ayant un etage oscillateur est fixe
sur Ia base 20 dans ce second logement 18. Plusieurs
plages metalliques du circuit oscillateur 15, non
representees, sont reliees de maniere connue par des
fils metalliques 16 a des plages metalliques internes
du botier. Ces plages metalliques internes du boltier,
non representees, sont disposees sur un support
annulaire venant de matiere avec Ia paroi laterale 3
et Ia base 20. Ces plages metalliques internes sont
reliees par des pistes de connexion, non representees,
a des bornes de connexion extemes disposees sur deux
cotes du composant electronique 1. Le second logement
est rempli d'une resine pour encapsuler Ie circuit
integre afin de Ie proteger mecaniquement et de Ia
lumiere. De cette facon, Ie composant electronique 1
termine est configure comme un composant de type SMD
(sigle de I'appellation anglaise " Surface Mounting
Device ") afin de pouvoir etre monte par exemple sur
une plaque de circuit imprime. Le circuit oscillateur
est egalement relie au resonateur a quartz 5 a travers
Ia base 20 par deux pistes de connexion 14 de maniere
a produire des signaux a une frequence dependant de
I'ajustage du resonateur. Ces pistes de connexion
peuvent etre realisees en tungstene-nickel-or. Pour Ia
generation de signaux basse frequence, Ie resonateur a
quartz 5 doit etre enferme sous vide dans Ie logement
8 afin de pouvoir etre ajuste ou regie sur Ie
composant electronique termine par un faisceau laser
comme decrit ci-devant. Cependant, i peut subsister
une pression residuelle dans Ie logement 8 de I'ordre
de 1 mbar. De ce fait, une couche de chrome ou de
titane 21 peut etre deposee par 



exemple sur une partie de Ia face interieure du
couvercle 4 en tant que materiau du type getter. Cette
couche de chrome ou de titane 21 peut servir de pompe
a vide lorsqu'elle est activee notamment par un
faisceau laser a travers Ie couvercle 4. En activant
cette couche 21 par faisceau laser, des particules de
chrome ou de titane evaporees peuvent se deposer sur
Ie resonateur et ainsi abaisser Ia frequence
d'oscillations. Par Ia suite, il est possible
d'augmenter Ia frequence du resonateur a ajuster en
agissant directement sur les electrodes du
resonateur.Il est a noter que cette couche e chrome ou
de titane 21 peut etre deposee sur toute Ia face
interieure du couvercle 4 servant de couche
d'accrochage pour Ia couche de dorure . De plus, Ia
couche de chrome ou de titane peut etre egalement
placee a un autre endroit du logement 8, par exemple
sur Ia base 20 ou sur Ie resonateur 5 pour autant
qu'il soit possible de I'activer par un faisceau laser
a travers Ie couvercle 4 du composant. A partir de Ia
description qui vient d'etre faite de multiples
variantes de realisation du composant electronique
peuvent etre concues par I'homme du metier sans sortir
du cadre de I'invention definie par les
revendications. Le composant electronique peut ne
comprendre que I'element resonateur. Il peut etre
envisage egalement de monter Ie circuit oscillateur
dans Ie meme logement que Ie resonateur a quartz. Ce
circuit oscillateur peut comprendre egalement une
fonction d'horloge a temps reel (RTC) ou d'autres
fonctions. Il peut etre envisage egalement de monter
I'element resonateur dans des boTtiers dont Ia partie
principale peut etre realisee en metal ou en verre,
comme cela a deja ete propose pour des resonateurs a
diapason classiques. Dans ce cas, i peut etre prevu
que Ia partie du rebord n'entoure que partiellement Ia
surface laterale du couvercle par exemple les quatre
coins du couvercle. L'ajustage de I'element resonateur
peut etre realise avant Ia fixation du couvercle sur
Ie rebord de Ia paroi laterale du boTtier. Finalement,
Ie logement comprenant I'element resonateur peut ne
pas comprendre de materiau du type
getter.REVENDICATIONS 1. Composant electronique (1)
comprenant au moins un element resonateur (5) dispose
dans un logement (8) d'un boTtier, qui comprend une
partie principale (2) avec une base (20) et au moins
une paroi laterale (3) de forme annulaire, et un
couvercle (4) fixe sur Ia partie principale pour
fermer hermetiquement Ie logement du botier, au moins
une portion du couvercle etant transparente a une
longueur d'onde determinee d'un faisceau de lumiere
pour permettre un reglage optique de I'element
resonateur, caracterise en ce que Ie couvercle (4) est
fixe sur un 



rebord (7) de Ia paroi laterale (3) de Ia partie
principale, qui est realisee en materiau dur, tel
qu'en ceramique, de maniere qu'une partie du rebord
entoure au moins certaines portions de Ia surface
laterale du couvercle (4) pour assurer une protection
du composant electronique contre des chocs lateraux.
2. Composant electronique (1) selon Ia revendication ,
caracterise en ce que Ia hauteur de Ia partie du
rebord (7) entourant Ia surface laterale du couvercle
(4) est plus grande ou egale a I'epaisseur du
couvercle fixe sur Ie rebord, et en ce que Ia partie
du rebord entoure integralement Ia surface laterale du
couvercle. 3. Composant electronique (1) selon Ia
revendication , caracterise en ce que Ie couvercle
transparent (4) est un couvercle en verre. 4.
Composant electronique (1) selon Ia revendication 1,
caracterise en ce que Ie rebord (7) de Ia partie
principale (2) du botier recevant Ie couvercle
comprend une premiere couche annulaire de dorure (10),
en ce que Ia peripherie d'une face interieure du
couvercle comprend une seconde couche annulaire de
dorure ( 1), et en ce que Ie couvercle (4) est soude
sur Ie rebord a I'aide d'une preforme (9) en alliage
metallique disposee entre les deux couches annulaires
de dorure, I'alliage metallique pouvant etre compose
d'etain et d'or. 5. Composant electronique (1) selon
Tune des revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'il
comprend un espace (22) entre Ia surface laterale du
couvercle (4) et Ia partie du rebord (7) entourant Ie
couvercle, Pespace etant sensiblement de dimension
inferieure a I'epaisseur du couvercle. 6. Composant
electronique (1) selon Ia revendication 1, dans lequel
Ie logement (8) de Ia partie principale (2) du botier,
qui comprend I'element resonateur (5), est ferme sous
vide, caracterise en ce que I'element resonateur est
un resonateur a quartz pouvant etre regie par un
faisceau laser a travers Ia portion transparente du
couvercle (4), ledit resonateur a quartz etant en
forme de diapason avec deux branches paralleles (5a,
5b) reliees entre elles par un pont (5c) et portant
des electrodes (6a, 6b) pour les faire vibrer, et en
ce que Ia partie principale du botiercomprend au moins
n plot (12) solidaire de Ia base (20) sur lequel est
fixe Ie diapason, lesdites electrodes etant reliees
electriquement a travers Ia partie principale du
bottier a des bornes extemes de connexion (13). 7.
Composant electronique (1) selon Ia revendication 1,
caracterise en ce qu'il comprend un circuit
oscillateur (15) connecte electriquement a I'element
resonateur (5). 8. Composant electronique (1) selon Ia
revendication 7, caracterise en ce 



que Ie circuit oscillateur (15) est dispose dans un
second logement (18) de Ia partie principale (2), qui
est delimite par Ia paroi laterale (3) et Ia base
(20), Ie second logement etant dispose sur une face
opposee de Ia base par rapport au logement (8) de
I'element resonateur (5), en ce que ledit circuit
oscillateur, qui est encapsule dans Ie second logement
par une resine (19), est connecte electriquement a des
bornes externes de connexion (13) du composant
electronique, et en ce que Ia base de Ia partie
principale du botier comprend des pistes de connexion
electrique (14) pour relier electriquement Ie circuit
oscillateur et I'element resonateur. 9. Composant
electronique (1) selon Ia revendication 1, caracterise
en ce qu'un materiau du type getter est dispose dans
Ie logement (8) de I'element resonateur (5) pour
servir de pompe a vide lorsqu'il est active. 10.
Composant electronique (1) selon Ia revendication 9,
caracterise en ce que Ie materiau du type getter est
une couche de titane ou de chrome (21) evaporee dans
Ie logement (8) de I'element resonateur, de preference
sur une partie de Ia face interieure du couvercle (4),
et en ce que cette couche de titane ou de chrome est
susceptible d'etre activee au moyen d'un faisceau
laser a travers Ia portion transparente du couvercle
(4) pour servir de pompe a vide et abaisser Ia
frequence d'oscillations de I'element resonateur. .
Procede de fabrication d'un composant electronique
selon I'une des revendications precedentes, Ie procede
comprenant une premiere serie d'etapes consistant a
realiser Ia partie principale du botier par un
empilement et une fixation de feuilles en materiau
dur, tel qu'en ceramique, ouvragees pour definir une
base et au moins une paroi laterale, et a monter un
element resonateur dans un logement du botier,
caracterise en ce que Ie procede comprend une seconde
serie d'etapes consistant a poser Ie couvercle sur Ie
rebord de Ia partie principale, dont une partie
entoure Ia surface laterale du couvercle, ledit
couvercle etant positionne sur Ie rebord par Ia partie
du rebord entourant Ia surface laterale du couvercle,
et a fixer Ie couvercle sur Ie rebord en chauffant des
couches metalliques disposees sur Ie rebord et Ie
couvercle. 


